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AB: NOVELTY - In a printed circuit board with printed wiring 

traces and spaces between these on an insulating base board, 
the wiring traces are over 100 microns thick and the spaces are 
completely filled with a filler with maximum possible adhesion 
to the wiring traces, the base board and the solder stop mask 
applied to the device, so that the circuit board has a level 
surface without breaks or indentations.; USE - The printed 
circuit boards are used for electrical equipment with 
electronic circuits, e.g. television receivers, video recorders 
hi-fi equipment and commercial communications equipment, and 
especially equipment operating at currents of several amperes 
in vehicles and for surface mount technology. ADVANTAGE - 
Unlike some existing printed circuit boards, these boards meet 
the requirements for use in vehicles, e.g. operation at 
currents of several amperes and under environmental stress, e.g 
humidity and mechanical stress. DESCRIPTION OF DRAWING (S) - 
The drawing shows an example of the printed circuit board, base 
board 1 copper wiring traces with thickness of 100-400 mu m 2 
filler material 3 solder stop mask with a thickness of 14-20 mu 
m 4 solder areas for soldering individual devices to wiring 
traces 5 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(54) Gedruckte Leiterplatte 

(57) Fur die Realisierung von Schaltungen in elektrischen 
Geraten, wie Geraten der Unterhaltungseiektronik oder 
kommerziellen Geraten der Nachrichtentechnik, werden 
uberwiegend sogenannte gedruckte Leiterplatten einge- 
setzt. Derartige Leiterplatten werden auch in Kraftfahrzeu- 
gen zunehmend angewendet, insbesondere wegen der 
standig zunehmenden Zahl elektrischer Verbraucher. In 
einem Kraftfahrzeug werden besondere Anforderungen 
an eine derartige Leiterplatte gestellt, insbesondere we- 
gen der hoheren, zu verarbeitenden Strome und der er- 
hohten Umwelteinflusse wie zum Beispiel Feuchtigkeit. 
Aufgabe ist es, eine Leiterplatte zu schaffen, die auch fur 
hohere Strome geeignet und gegenuber Umwelteinflus- 
sen wie Feuchtigkeit und mechanischer Beanspruchung 
widerstandfahiger ist. 

Die Dicke der Leiterbahnnen (2) ist nennenswert grofcer 
. als 100 pm bemessen und die Zwischenraume zwischen 
^ den Leiterbahnen (2) sind mit einem Full material (3), das 

eine grofctmogliche Haftung an den Leiterbahnen (2), an 

der Basisplatte (1) und an der auf die Anordnung aufge- 
CO brachten Lotstoppmaske (4) aufweist, derart ausgeftillt, 
I s * daft die Leiterplatte einen im wesentlichen ebene Oberfla- 
CO che ohne Unterbrechung oder Vertiefungen aufweist. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung geht aus von einer gedruckten Lei- 
terplatte gemaB dem OberbegrifF des Anspruchs 1. 
[0002] In elektrischen Geraten mit elektronischen Schal- 5 
tungen, zum Beispiel in Geraten der Unterhaltungselektro- 
nik wie Femsehempfangern, Videorekordern, HiFi-Anlagen 
sowie in kommerziellen Geraten fiir die Nachrichtenubertra- 
gung werden zur Realisierung von elektrischen Schaltungen 
iiberwiegend sogenannte gedruckte Leiterplatten eingesetzt. 10 
Diese enthalten eine Basisplatte oder Tragerplatte aus 
Kunststoff, auf deren eine Oberflache oder auch auf deren 
beiden Oberflachen aus Kupfer bestehende Leiterbahnen 
mit einer Dicke bis zu 100 um durch einen Atzvorgang auf- 
gebracht sind. Die Bauteile werden dann an Lotflachen an 15 
diese Leiterbahnen angelotet. 

[0003] Derartige Leiterplatten werden in zunehmendem 
MaBe auch in Kraftfahrzeugen eingesetzt, zumal dort die 
Arizahl der elektrischen Verbraucher und der notwendigen 
elektrischen Verbindungen standig zunirnmt. In einem 20 
Kraftfahrzeug werden an eine solche Leiterplatte besondere 
Anforderungen gestellt. Einerseits miissen in einem Kraft- 
fahrzeug unter anderem auch hohe Strome von mehreren 
Ampere verarbeitet werden, Andererseits unterliegen Lei- 
terplatten in einem Kraftfahrzeug erhohten Umwelteinflus- 25 
sen wie zum Beispiel Feuchtigkeit und mechanischen Bean- 
spruchungen. Diese Anforderungen konnen durch bisher be- 
kannte Leiterplatten nicht immer ausreichend erfullt wer- 
den. 

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 30 
Leiterplatte zu schaffen, die auch fur hohere Strome geeig- 
net und gegenuber Umwelteinflussen wie Feuchtigkeit und 
dergleichen widerstandsfahiger ist. 

[0005] Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 an- 
gegebene Erfindung gelost. Vorteilhafte Ausfuhrungsfor- 35 
men der Erfindung sind in den Unteranspruchen angegeben. 
[0006] GemaB der Erfindung ist die Dicke der Leiterbah- 
nen nennenswert groBer als 100 um bemessen, und die Zwi- 
schenraume zwischen den Leiterbahnen sind mit einem 
Fullmaterial, das eine groBtmogliche Haftung an den Leiter- 40 
bahnen, an der Basisplatte und an der auf die Anordnung 
aufgebrachten Lotmaske aufweist, derart ausgefullt, daB die 
Leiterplatte eine im wesentliche ebene Oberflache ohne Un- 
terbrechungen oder Vertiefungen aufweist. 
[0007] Durch die erfindungsgemaBe Losung werden men- 45 
rere Vorteile erzielt. Die groBere Dicke der Leiterbahnen ge- 
geniiber bisher bekannten gedruckten Leiterplatten ermog- 
licht die Verarbeitung hoherer Strome bis zu mehreren Am- 
pere. Durch die Ausfullung der Zwischenraume zwischen 
den Leiterbahnen, die dadurch bewirkte ebene Oberflache 50 
und die erzielte gute Haftung und Kanteriabdeckung werden 
Umwelteinflusse, wie insbesondere Feuchtigkeit, auf die 
Leiterplatte weitestgehend vermieden. Die erfindungsge- 
maB ausgebildete Leiterplatte weist eine gute Stabilitat und 
Widerstandsfahigkeit auf. Sie ist besonders gut geeignet fiir 55 
das sogenannte SMT-Verfahren (surface mount technology). 
Dabei ist auch in vorteilhafter Weise ein Aufkupfern oder 
Laminieren von Kupferfolie moglich. Durch die erzielten 
Eigenschaften ist daher die erfindungsgemaBe Leiterplatte 
zur Anwendung in Kraftfahrzeugen besonders geeignet. 60 
[0008] Das Fullmaterial zwischen den Leiterzugen kann 
insbesondere durch einen Ein- oder Zweikomponenten-U V- 
aushartenden Lack, einen Zweikomponenten-thermisch 
aushartenden Kunststoff, einen Einkomponenten-therrnisch 
aushartenden Kunststoff, einen Primer zusammen mit einem 65 
Fullmaterial, ein Acrylatharz, ein Epoxydharz oder Materia- 
lien mit ahnlichen chemischen und mechanischen Eigen- 
schaften gebildet sein. 



[0009] Bei einer Ausfuhrungsform der Erfindung liegt die 
Dicke der Leiterbahnen in der GroBenordnung von 
400-1000 um. Derartige Losungen werden auch als Dick- 
kupfer-Leiterplatten bezeichnet. Vorzugsweise ist die Dicke 
der Leiterbahnen so groB bemessen, daB sie den groBten Teil 
der Dicke der gesamten Leiterplatte einnimmt. Bei dieser 
Losung wird also die Stabilitat der gesamten Leiterplatte im 
wesentlichen nicht mehr wie bisher hauptsaehlich durch die 
Basisplatte, sondern durch die dickeren Leiterbahnen und 
das dazwischen angeordnete Fullmaterial gebildet. 
[0010] Die Erfindung wird im folgenden anhand der 
Zeichnung an einem Ausfuhrungsbeispiel naher erlautert. In 
der Zeichnung zeigt die einzige Figur einen Schnitt durch 
eine erfindungsgemaB ausgebildete Leiterplatte. 
[0011] Die Figur zeigt die aus einem Isoliermaterial beste- 
hende Basisplatte 1. Auf die Basisplatte 1 sind die Leiter- 
bahnen 2 aus Kupfer aufgebracht, die eine Dicke im Bereich 
von 100-400 um aufweisen. Die Zwischenraume zwischen 
den Leiterbahnen 2 sind durch ein Fullmaterial 3 mit einer 
Dicke im Bereich von 100-400 um ausgefullt. Die Leiter- 
platte bildet also eine ebene Oberflache ohne die bisher zwi- 
schen den Leiterbahnen entstehenden Zwischenraume auf 
der Basisplatte. Die derart gebildete Leiterplatte ist durch 
eine sogenannte Lotstoppmaske 4 mit einer Dicke im Be- 
reich von 14-20 um abgedeckt. An den Lotflachen 5 erfolgt 
die Lotverbindung der einzelnen Bauteile mit den Leiter- 
bahnen 2. 

. [0012] Das Fullmaterial 3 besteht aus einem der obenge- 
nannten Werkstoffe oder aus einem WerkstorT mit ahnli- 
chem elektrischen oder mechanischen Verhalten. Durch ein 
derartiges Material werden eine gute Haftung des Fiillmate- 
rials 3 an den Leiterbahnen 2, an der Basisplatte 1 und an der 
Lotstoppmaske 4 sowie eine einwandfreie Kantenabdek- 
kung erreicht. Dadurch werden Umwelteinflusse, wie insbe- 
sondere Feuchtigkeit, auf die Leiterplatte weitestgehend 
vermieden. Wig die Figur zeigt, nimmt die Dicke der Leiter- 
bahnen 2 einen wesentlichen Teil der Dicke der gesamten 
Leiterplatte ein. Die eigentliche mechanische Stabilitat der 
Leiterplatte wird also in erster Linie nicht wie bisher durch 
die Basisplatte 1, sondern durch die dicker ausgebildeten 
Leiterbahnen 2 und das dazwischen angeordnete Fullmate- 
rial 3 gebildet. 

Patentanspriiche 

1. Gedruckte Leiterplatte mit einer Basisplatte (1) aus 
Isoliermaterial, darauf aufgebrachten gedruckten Lei- 
terbahnen (2) und Zwischenraumen zwischen den Lei- 
terbahnen (2), dadurch gekennzeichnet, daB die 
Dicke der Leiterbahnen (2) nennenswert groBer bemes- 
sen ist als 100 um und die Zwischenraume zwischen 
den Leiterbahnen (2) mit einem Fullmaterial (3), das 
eine groBtmogliche Haftung an den Leiterbahnen (2), 
an der Basisplatte (1) und an der auf die Anordnung 
aufgebrachten Lotstoppmaske (4) aufweist, derart voll- 
standig ausgefullt sind, daB die Leiterplatte eine im we- 
sentlichen ebene Oberflache ohne Unterbrechungen 
oder Vertiefungen aufweist. 

2. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Fullmaterial (3) durch einen Ein- 
oder Zweikomponenten-U V-aushartenden Lack gebil- 
det ist. 

3. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Fullmaterial durch einen Zweikom- 
ponenten-thermisch, aushartenden Kunststoff gebildet 
ist. 

4. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Fullmaterial durch einen Einkompo- 
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nenten-thermisch aushartenden Kunststoff gebildet ist. 

5. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Fiillmaterial durch einen Primer und 
ein Fullmaterial gebildet ist. 

6. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 5 
zeichnet, daB das Fiillmaterial durch ein Acrylatharz 
gebildet ist. 

7. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Fiillmaterial durch ein Epoxydharz 
gebildet ist. 10 

8. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Dicke der Leiterbahnen (2) in der 
GroBenordnung von 100-400 um liegt. 

9. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Dicke der Leiterbahnen (2) so groB 15 
bemessen ist, daB sie den groBten Teil der Dicke der ge- 
samten Leiterplatte einnimmt. 

10. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Dicke des Fiillmaterials (3) in der 
GroBenordnung von 100-400 um liegt. 20 

11. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Dicke der Lotstoppmaske (4) in der 
GroBenordnung von 14-20 um liegt. 

12. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet* daB die Dicke der Basisplatte (1) in der Gro- 25 
Benordnung von 1 mm liegt. 
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